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Abstract (en)
[origin: US2015152292A1] A system for hot application of an adhesive composition, comprising an in-line heating device and a corresponding
method for hot application of the adhesive composition. The system comprises: an application nozzle for applying the adhesive composition; a
supply line for supplying the nozzle with the adhesive composition to be applied in fluid form; a in-line heating device for heating of the adhesive
composition to an application temperature, the heating device comprising: a static mixture including an electrically conducting material, and an
inductive cable surrounding the static mixer.

Abstract (fr)
Installation d'application à chaud d'une composition adhésive comprenant un dispositif de chauffage en ligne et procédé correspondant d'application
à chaud de la composition adhésive. L'installation comprend : - une buse d'application de la composition adhésive ; - une ligne d'alimentation
de la buse avec la composition adhésive à appliquer sous forme fluide ; - un dispositif de chauffage en ligne de la composition adhésive à
une température d'application, le dispositif de chauffage (22) comprenant : * un mélangeur statique (30) comportant un matériau conducteur
électriquement, et * un câble inducteur (26) entourant le mélangeur statique (30).
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